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Раздел(предмет) Практическая электроника: обучение пайке и наладке на 

примере реальных электронных устройств 

Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Монтаж 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры. 

Введение. 

Типы печатных плат. 

Документация, применяемая 

при сборке и монтаже РЭА. 

Чтение чертежей.  

Электрические и 

электронные компоненты 

радиоэлектронных 

устройств и систем.  

Оборудование, материалы и 

инструменты, применяемые 

при монтаже РЭА. Техника 

безопасности при монтаже 

РЭА. 

Эксперимент 31 

Поверхност

ный 

монтаж 

радиоэлектр

онной 

аппаратуры 

Техника безопасности при 

монтаже РЭА.  Правила и 

требования к технологии 

поверхностного монтажа. 

Паяльное оборудование. 

Температурные режимы 

работы паяльников, способы 

пайки. Припои и флюсы для 

поверхностного монтажа. 

Защита от статического 

электричества. Клеи. 

Отмывочные средства.  

Лабораторная работа.  

Монтаж компонентов на 

тренировочную плату. 

Эксперимент 



Наименован

ие 

дисциплин 

(модулей) 

Содержание дисциплин 

(модулей) 

Форма ТК Количество 

часов 

Отмывка платы, проверка 

платы под микроскопом. 

Демонтаж компонентов с 

тренировочной платы. 

Монтаж 

выводных 

компоненто

в 

Установка и пайка 

элементов на печатные 

платы. Правила и 

требования к подготовке и 

технологии создания 

выводов РЭА. Формовка и 

рихтовка выводов. Режимы 

пайки выводов РЭА.  

Лабораторная работа.  

Монтаж выводных 

компонентов на 

тренировочной плате. 

Эксперимент 

Монтаж 

итоговой 

платы 

Требования к очистке 

паяных соединений. 

Требования к качеству 

паяных соединений, виды 

дефектов. Контроль 

монтажа печатных плат и 

качества паяных 

соединений.  

Индивидуальный проект.  

Монтаж итоговой платы с 

поверхностным монтажом, 

отмывка, проверка под 

микроскопом. Проверка 

итоговой платы на 

работоспособность. 

Эксперимент 
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